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Norme Générique de Conception du Circuit imprimé

1 CHAMP D’APPLICATION

Cette norme établit les exigences génériques pour la conception des circuits imprimés organiques et des autres formes
de structures de montage et d’interconnexion de composants, y compris les cartes à facteurs de forme PC. Les matériaux
organiques peuvent être homogènes, renforcés, ou utilisés en combinaison avec des matériaux inorganiques ; les connexions
peuvent être simple face, double faces, ou multicouche.

1.1 Objet Les exigences contenues ici sont prévues pour établir les principes et recommandations de conception qui
doivent être utilisés en conjonction avec les exigences détaillées des normes spécifiques à la structure (voir 1.2) pour
déterminer la conception détaillée prévue pour le montage et l’interconnexion des composants. Cette norme n’est pas
prévue pour déterminer les spécifications des performances des circuits imprimés finis ni comme document d'acceptation
des cartes électroniques.

1.2 Hiérarchie de la Documentation Cette norme identifie les principes physiques génériques de conception, elle
est complétée par les diverses normes sectionnelles qui fournissent des éléments plus précis sur des aspects spécifiques
d’une technologie de circuits imprimés. Elles comprennent :

IPC-2222 Conception de circuits imprimés organiques rigides
IPC-2223 Conception de circuits imprimés flexibles
IPC-2225 Conception de circuits imprimés organiques, MCM-L
IPC-2226 Conception de circuits imprimés à Haute Densité d’Interconnexions (HDI)

Ces documents font partie de la famille de documents de conception identifiée IPC-2220. Le nombre IPC-2220 n’a pour objet
que la commande de documents incluant la présente norme et les quatre normes énumérées ci-dessus.

�ota : L’IPC-2224, norme sectionnelle de conception pour les cartes à facteurs de forme PC, a été supprimée par l'IPC. Les
informations de conception concernant les cartes à facteurs de forme PC ont été transférées dans les dernières versions des
IPC-2221 et IPC-2222.

1.3 Présentation Toutes les dimensions et les tolérances de cette norme sont exprimées directement dans le système
international (Métrique) et entre crochets en unités impériales (pouce). Les utilisateurs de cette norme sont sensés utiliser
le système métrique. Toutes les dimensions supérieures ou égales à 1,0 mm [0,0394 pouce] seront exprimées en millimètres
et pouces. Toutes les dimensions inférieures à 1,0 mm [0,0394 pouce] seront exprimées en micromètres et micropouces.

1.3.1 Unités dimensionnelles La suite est tirée du document du �ational Institute of Standards and Technology –
Informations et conversions en unités métriques : “Depuis le 1er Janvier 2010, la directive du Conseil de l’Union Européenne
80/181/EEC (Directive unités métriques) n’autorise que l’utilisation des unités métriques et interdit l’utilisation de toutes
autres unités pour la plupart des produits vendus dans l’Union Européenne (UE). La Directive métrique a rendu obligatoire
l'usage exclusif des unités métriques dans tous les aspects de la vie en Union Européenne, y compris dans des domaines tels
que la documentation des produits et la publicité.

La plupart des fiches techniques de composant sont fournies en unités métriques. Les concepteurs de cartes électroniques
passent beaucoup de temps en conversion entre les unités impériales (pouce) et SI (métrique). Les erreurs d’arrondi, lors
des conversions d'unités, peuvent entraîner des inexactitudes qui aboutissent à des conceptions marginales ou erronées.
Cependant, les fabricants de circuit imprimé utilisent souvent les unités impériales par défaut. Les Outils informatiques
de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) utilisent ainsi bien les bibliothèques de composants en unités métriques
qu’impériales sur une même carte électronique parce que la précision dimensionnelle est suffisamment grande pour
décrire avec précision la plupart des composants courants.

Les problèmes surviennent lors de l'importation de données depuis un logiciel tiers ou lorsqu’on essaye de mélanger les
unités au cours du routage d’un circuit imprimé. Par exemple, si une partie de la conception du circuit imprimé est un fichier
importé en Drawing eXchange Format (Fichier .DXF) utilisant le système métrique et qu’elle doive être interfacée avec une
partie numérique faite en unités impériales, un problème peut se produire aux endroits où les deux grilles sont mélangées.
Contrairement à l'importation de bibliothèques, la conversion dans l’unité du circuit imprimé n'est pas toujours faite lors
de l'importation d’un fichier DXF.
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